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摘 要

環氧樹脂是應用相當廣泛的合成樹脂，屬於發展成熟的產品 ，但因具有優異的耐溶劑性、電氣絕緣性、加工性等，因不斷

有 新應用發展出來，尤其近年來在電子半導體相關產業蓬勃發展及 航太工業應用的帶動下，環氧樹脂的發展除了在傳統

應用上維持 平穩成長外，也具有相當的發展及空間。 環氧樹脂的應用範圍很廣，許多場合並被應用在結構性用途 上，故

對性能的要求很高，21世紀人們將進入知識經濟時代，人 們的生活水平將比現在有很大程度的提高，人們將會對住宅建築

、汽車、家用電器、電子辦公用品、生產自動化儀表及儀器等， 提出更高的要求，而這些方面又恰恰是環氧樹脂的大用?

。對此 ，環氧樹脂的硬化劑均扮演重要角色。 1990年美國、西歐、日本、中國大陸等主要經濟體系之環氧 樹脂總需求量

約75萬公噸，預估2003年需求量會成長到95萬公噸 以上，年平均成長幅度維6.7%。 本研究即針對各種環氧樹脂與硬化劑

之製程技術及其在接著 劑、塗料、光電產業、土木工程、高機能複合材料應用，做一完 整之探討。
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